
高熱伝導性プリント配線板

高熱伝導性CEM－３プリント配線板
＜基 材＞

Ｒ－１７８７(パナソニック㈱製) 熱伝導率 １．１Ｗ／ｍＫ

板  厚…１．０，１．６mm 銅箔厚…１８，３５，７０μｍ

株式会社ちの技研

項目 条件 単位 Ｒ－１５８６（Ｈ） Ｒ－１７８７ ＣＳ－３９４５

基板熱伝導 Ｗ/ｍＫ １．５０ １．１０ １．３

ＣＴＥ

Ｘ ＜Ｔｇ

ｐｐｍ/℃

１８ １７ １３

Ｙ ＜Ｔｇ ２１ １９ １４

Ｚ ＜Ｔｇ ４５ ５０ ２０－３０

Ｚ ＞Ｔｇ ２１０ １３５ １３０－１５０

貫層耐電圧 ＫＶ/ｍｍ ４１ ４３ －

絶縁抵抗 ＭΩ ５×１０８ １×１０８ ３×１０８

比誘電率 １ＭＨｚ － ５．２ ５．１ ７．０

誘電正接 １ＭＨｚ － ０．０２０ ０．０１６ ０．０１５

はんだ耐熱性 ２６０℃ Ｓｅｃ １２０以上 １２０以上 ３００以上

Ｔｇ ＤＭＡ ℃ １５５ １９０ １４０

耐トラッキング性 ＩＥＣ法 － ６００以上 ６００以上 ６００以上

高熱伝導性ＦＲ－４プリント配線板
＜基 材＞

ＣＳ－３９４５(利昌工業㈱製) 熱伝導率 １．３Ｗ／ｍＫ

板  厚…０．１，０．２，０．４，０．６，０．８，１．０，１．６mm

銅箔厚…１８，３５，７０μｍ

一般特性（実測値）


	スライド 1

